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2014 年延續 2013 年成長趨勢，全球 GDP 成長 2.7%，此波成長動能

源自美國經濟復甦、原油價格下滑及中國市場需求持續擴張帶動。半導體

市場在全球經濟復甦下，帶動智慧手機等產品需求成長並伴隨雲端大數據

及物聯網的市場萌芽成長，為 2014 年全球半導體產業大幅成長的驅動力。 

2014 年全球半導體市場為 3,358 億美元，年成長 9.9%；其中 IC 產品

市場規模最大，達 2,773 億美元，佔全球半導體市場 82.6%。台灣身為全

球半導體產業發展重要成員，2014 年台灣 IC 產業產值達新台幣 22,033 億

元，年成長 16.7%；其中台灣 IC 設計產值市占率全球第二、晶圓代工產值

與 IC 封測產值市占率全球第一。預估 2015 年全球半導體市場受智慧終端

產品帶動，產值將達 3,521 億美元，年成長 4.8%；其中 IC 產品的市場規模

可望蟬聯最大。預估 2015 年台灣 IC 產業產值隨全球經濟與半導體發展成

長趨勢可達新台幣 24,077 億元，年成長 9.3%，台灣 IC 產業成長高於。 

本年鑑係由本中心電子與系統組的系統 IC 與製程研究部負責編撰，經

由執行經濟部「產業技術知識服務(ITIS)計畫」，期望從整體產業思維來觀

測全球暨台灣半導體產業發展動向、產品技術演變及未來趨勢與挑戰。由

於經濟部的支持、各撰述作者辛勤地研析及相關公協會與廠商惠提寶貴意

見，使本年鑑得以順利出版，在此一併致上謝忱。雖然本年鑑每年都獲得

不少讀者認同與肯定，但難免有疏漏之處，希望各界先進不吝批評與指正，

以作為後續改進之參考。 

 

工業技術研究院 
產業經濟與趨勢研究中心 

組長 
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編者的話 

產業年鑑在經濟部「產業技術知識服務(ITIS)計畫」之中，主要是記錄

全球主要國家以及台灣產業過去一整年的發展軌跡與重要議題，藉由研究

同仁平日的專研與逐步紮實建立的產業知識與資訊庫，除了將產業的動態

與重點變化，忠實地提供讀者以做為日後參考的工具書之外，也期能進一

步協助讀者推斷產業來年可能演進的走向，使讀者能因此更形掌握產業發

展的關鍵趨勢與脈動。 

「2015 半導體產業年鑑」的發行，迄今已屆第二十四年，再次感謝我

們系統 IC 與製程研究部團隊成員，包括彭茂榮經理的 IC 總體、林宏宇的

IC 設計、陳婉儀的 IC 製造，以及楊啟鑫的 IC 封測等跨半導體各次產業領

域的完美專業分工與密切合作，將他們長期構建的專業知識與前瞻觀點，

配合各自對全球重要國家的深入分析，透過年鑑的出版，以饗讀者們的多

元需求，也期望我們編纂團隊所一貫秉持的“忠實、完整、客觀、深入”

的研究信念，能再次為半導體產業作詳實的見證，並為讀者在快速的產業

變遷環境與高度的市場競爭態勢下，清楚引領產業發展的新趨勢與新契機。 

本書共分為八篇，每篇的章節重點與編纂精神如下： 

第一篇：『總體經濟指標』和『IC 產業關聯重要指標』─ 內容含括全球

各主要經濟體之經濟表現與展望以及 IC 產業重要統計指標，以圖

表方式呈現，使讀者能清楚且快速地掌握過去 2 年暨未來 3 年共

計五年的全球經濟情勢發展與重要數據資訊。 

第二篇：『半導體產業總覽』─ 彙集並重點摘要了本書後段各篇所探討的

內容，包括全球半導體市場重要數據與產業未來發展動向、台灣

IC 產業發展各重要指標數據、以及台灣 IC 各次產業領導廠商 2014

年營收表現暨產業整體展現所代表的全球地位等，主要也是以圖

表呈現，使讀者能清楚且快速地掌握產業發展相關重要訊息。 
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第三篇：『下游應用產業』─ 內容含括桌上型電腦、筆記型電腦、主機板、

液晶監視器、手機、數位相機、薄型電視等終端應用產品，為讀

者分析半導體產業下游之主要系統終端之市場發展現況與趨勢，

以更能掌握台灣 IC 產業未來發展可能走向。 

第四篇：『全球半導體新興產品技術趨勢』─ 半導體產業技術隨著全球終

端產品市場發展趨勢變動著，過去從 PC、NB、手機及平板等產

品帶動半導體技術發展，未來隨著穿戴式裝置、雲端大數據及物

聯網之新應用領域市場崛起，也將為半導體產業技術帶來新的革

新，針對幾個焦點技術及廠商進行說明。 

第五篇：『全球半導體產業個論』─ 全球化時代來臨，人才、資金、技術、

以及智權等的流動，不僅使各區域半導體市場規模互有消長，且

各區域內的半導體業者彼此間的又競爭又合作關係也日趨微妙；

本篇藉由回顧 2014 年全球半導體各次產業，從全球 IC 設計全球

IC 製造、全球 IC 封測乃至全球 IC 設備及材料之各產業動態，以

進一步預測未來三年市場走向，同時藉綜整各重要國家的半導體

業者在 IC 產業鏈上的佈局，透過「知彼」來評估各國半導體產業

之整體戰力，做為我國產官學研各界擬定未來策略之參考。 

第六篇：『台灣 IC 產業個論』─ 本篇乃針對 2013~2017 年我國 IC 產業

上中下游廠商之整體產銷以及發展趨勢進行資訊整理與分析，並

將「IC 產業聚落」以獨立章節撰述；期望透過「知己」來清楚界

定台灣 IC 產業與產品的競爭力，以為未來之發展再創佳績。由於

台灣半導體獨特的專業垂直分工體系為全球罕見，因此，針對我

國 IC 上下游各次產業的深入研究與剖析，亦是本年鑑有別於國外

相關報告之一大特色所在。 

第七篇：『未來展望』─ 綜整全球以及台灣 IC 產業發展趨勢，探討未來

產業發展關鍵課題與前景，提供我國產官學研各界進行相關決策

之參考。 

第八篇：『附錄』─ 以時間序列方式彙集摘要 2014 年半導體產業之重要

紀事。此外，本篇亦收錄台灣半導體相關廠商的基本資料、國內
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外半導體公司和產業協會的網址，以及 2015 年全球半導體相關展

會資訊，以供讀者查詢。 

半導體過去一直以來都扮演著科技實現與推動經濟不斷向上發展的火

車頭角色，相信未來也不例外；透過每年半導體產業年鑑的持續發行，不

僅忠實記錄產業發展的軌跡，亦期能做為各界未來進行决策的重要依據。 

最後，謹向所有投入本年鑑執行工作的作者群與協助出版作業的相關

同仁，以及關心本年鑑發行的指導長官與長期支持的讀者們，致上十二萬

分的謝忱；同時，也希望各界先進對本書的內容與結構編排之可能疏漏之

處，隨時不吝指正，並提供您寶貴的意見，以為來年編纂改進之參考。 

 

工業技術研究院 產業經濟與趨勢研究中心 

2015 半導體產業年鑑編纂小組 謹誌 

中華民國 104 年 6 月 
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2015 半導體產業年鑑撰稿單位暨撰稿人 

(依姓氏筆劃排序) 

撰稿單位 撰稿人 職  稱 

工研院 IEK 王舒嬿 產 業 分 析 師 

工研院 IEK 何世湧 產 業 分 析 師 

工研院 IEK 林宏宇 產 業 分 析 師 

工研院 IEK 陳婉儀 產 業 分 析 師 

工研院 IEK 陳玲蓉 總 監 

工研院 IEK 楊啟鑫 產 業 分 析 師 

工研院 IEK 葉錦清 產 業 分 析 師 

工研院 IEK 彭茂榮 研 究 經 理 

工研院 IEK 練惠玉 研 究 助 理 

 

 

版權所有© 2015 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS) 

pennyyy400
itis試閱



 

 

0-7 
版權所有 

翻印必究 

產
業
範
疇 

產業範疇 

半導體
Semiconductor

類比IC
Analog IC

特殊應用

Analog揮發性

動態隨機
存取記憶體

(DRAM)

可消除可程式
唯讀記憶體

(EPROM)

快閃
記憶體
(Flash)

光罩
唯讀記憶體
(Mask ROM)

電性消除可程式
唯讀記憶體
(EEPROM)

非揮發性

靜態隨機
存取記憶體

(SRAM)

邏輯IC
Logic IC

微處理器
MPU

微控制器
MCU

數位訊號
處理器

DSP

FPLDStandard 
Cell

積體電路 (IC)
Integrated Circuit

其 他

Others

Digital
Bipolar

General
Purpose
Logic

Gate
Array

Power 
Management

NOR Flash NAND Flash

Display
Driver

ComparatorAmplifiers Interface Signal
Conversion

光電元件
Optoelectronics

感測元件
Sensors

分離式元件
Discretes

特殊應用
Logic

記憶體IC
Memory

微元件IC
Micro-Component

 

資料來源：工研院 IEK(2015/05) 

 

本年鑑之產業範疇包含下列 4 大元件：積體電路(IC)、分離式元件、光

學元件、及感測元件等。其中積體電路(IC)又可細分為記憶體 IC、微元件

IC、邏輯 IC、及類比 IC 等。 
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研究方法 

台灣產業

競爭者

原材料供應 消費市場

產品趨勢

•各國廠商

•產業結構
•全球地位
•廠商、產品
•技術、市場

•全球市場
•區域市場
•應用市場

•市場概況

•新產品技術趨勢
•新產品市場發展

 

資料來源：工研院 IEK(2015/05) 

 

本年鑑之研究模型係以台灣產業為核心，探討其上游原材料供應、下

游消費市場、主要競爭者、及產品趨勢等構面。 

 

版權所有© 2015 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS) 

pennyyy400
itis試閱



 

 

0-9 
版權所有 

翻印必究 

研
究
方
法 

研究架構 

半導體產業範疇

全球環境變化 •總體經濟指標
•下游應用產業指標、下游需求市場

市場與產業現況 •全球市場(美、日、歐、韓、中)
•我國市場 (IC設計、IC製造、IC封測)

結論與建議

產品技術趨勢 •新產品技術趨勢
•新產品市場發展

•全球半導體產業展望
•我國IC產業展望

•積體電路(IC)
•分離式元件、光學元件、及感測元件等

 

資料來源：工研院 IEK(2015/05) 

 

本年鑑之研究架構是由半導體產業範疇為始，經全球產業環境變化分

析，分別探討全球及台灣市場、產業、產品技術等趨勢，進而提出半導體

產業發展競合分析、未來市場預測，以及對產業發展之策略建議。 
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第一章 總體經濟指標 

一、全球經濟成長率 

單位：% 

 2013 2014 2015(e) 2016(f) 2017(f) 

全球 3.4 3.4 3.5 3.8 3.8 

先進經濟體 1.4 1.8 2.4 2.4 2.2 

美國 2.2 2.4 3.1 3.1 2.7 

日本 1.6 -0.1 1.0 1.2 0.4 

加拿大 2.0 2.5 2.2 2.0 2.0 

歐元地區 -0.5 0.9 1.5 1.7 1.6 

德國 0.2 1.6 1.6 1.7 1.5 

法國 0.3 0.4 1.2 1.5 1.7 

義大利 -1.7 -0.4 0.5 1.1 1.1 

英國 1.7 2.6 2.7 2.3 2.2 

其他先進經濟體 2.2 2.8 2.8 3.1 3.2 

新興和發展中經濟體 5.0 4.6 4.3 4.7 5.0 

俄羅斯 1.3 0.6 -3.8 -1.1 1.0 

亞洲發展中國家 7.0 6.8 6.6 6.4 6.3 

東協五國 5.2 4.6 5.2 5.3 5.4 

中國大陸 7.8 7.4 6.8 6.3 6.0 

韓國 3.0 3.3 3.3 3.5 3.7 

印度 6.9 7.2 7.5 7.5 7.6 

中東和北非 2.3 2.4 2.7 3.7 4.4 

拉丁美洲與加勒比地區 2.9 1.3 0.9 2.0 2.7 

資料來源：IMF(2015/04)；工研院 IEK(2015/05) 
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第二章 產業關聯重要指標 

一、北美半導體 BB Ratio 指標 
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資料來源：SEMI；工研院 IEK(2015/05) 

 

二、美國製造業採購經理人指數(PMI) 

44

46

48

50

52

54

56

58

60

Ja
n-

13

Fe
b-

13

M
ar

-1
3

Ap
r-

13

M
ay

-1
3

Ju
n-

13

Ju
l-1

3

Au
g-

13

Se
p-

13

O
ct

-1
3

N
ov

-1
3

20
13

/…

Ja
n-

14

Fe
b-

14

M
ar

-1
4

Ap
r-

14

M
ay

-1
4

Ju
n-

14

Ju
l-1

4

Au
g-

14

Se
p-

14

O
ct

-1
4

N
ov

-1
4

D
ec

-1
4

Ja
n-

15

Fe
b-

15

M
ar

-1
5

 

資料來源：ISM；工研院 IEK(2015/05) 
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第一章 全球半導體產業 

第一節 市場成長預測 

一、全球半導體市場規模(產品別) 

單位：百萬美元 

 2013 年 2014 年 2015 年(e) 2016 年(f) 2017 年(f) 

Sensor   8,036   8,503   9,150   9,630  10,030 

Discrete  18,201  20,170  21,090  21,860  22,350 

Opto  27,571  29,868  31,400  32,700  33,800 

IC 251,776 277,302 290,450 302,900 309,950 

Total 305,584 335,843 352,090 367,090 376,130 

資料來源：工研院 IEK(2015/05) 

 

二、全球半導體市場規模(應用別) 

單位：百萬美元 

 2013 年 2014 年 2015 年(e) 2016 年(f) 2017 年(f) 

國 防   1,372   2,851   3,169   3,671   4,137 

工業用  28,233  36,606  38,730  40,747  42,127 

車 用  29,021  34,886  37,322  39,646  41,374 

消費性  43,736  43,415  44,363  45,886  46,264 

通 訊  99,453 115,469 121,471 127,013 130,517 

資 訊 103,769 102,616 107,035 110,127 111,711 

Total 305,584 335,843 352,090 367,090 376,130 

資料來源：工研院 IEK(2015/05) 
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第二章 台灣 IC 產業 

第一節 產業特性與結構 

一、產業定義 

產 業 定  義 分類依據 範  圍 

IC 設計 
專門從事積體電路設計研發

而不跨足 IC 製造 
設計晶片 

從事設計而將生產的部分交由晶圓

代工服務 

IC 製造 
專門建立晶圓廠生產線提供

晶片製造服務的公司 

晶圓代工 以代工方式製造 IC 

記憶體製造 DRAM、Flash、SRAM、ROM…等 

IC 封裝 

將晶片上的功能訊號透過一

個載具將其引接到外部，且提

供晶片免於受破壞的保護 

導線架封裝 
DIP、SOP、QFP…等使用導線架的

封裝體 

基板封裝 BGA…等使用基板的封裝體 

軟板封裝 COF、TCP…等使用軟板的封裝體 

IC 測試 

晶圓製造完成之後，利用測試

機台，分別在封裝前後兩階

段，測試是否為良品 

晶圓測試 
晶圓切割與封裝前先以探針(Probe)

測試晶粒 

成品測試 

IC 封裝後確認 IC 之功能、速度、

容忍度、電力消耗、熱力發散…等

屬性皆屬成品測試 

資料來源：工研院 IEK(2015/05) 
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第三章 下游應用產業總覽 

一、全球及我國市場成長預測 

(一)全球市場 

單位：百萬台 

出貨量 

產業別 
2014 2015(e) 2016(f)

2015(e)

/2014 
發展趨勢 

桌上型電腦 

(Desktop PC； 

DT) 

133.9 121.8 121.2 -9.0% 

 2014 年 PC 市況受惠於景氣

復甦與平板電腦的威脅度降

低因而改善，全年出貨量

133.9 百萬台，衰退幅度縮小

至-2.1%。 

 2015 年受到國際滙率變化衝

擊影響 PC 售價，導致 PC 出

貨下滑，以及缺乏新產品帶

動 PC 銷量，預估全球出貨量

121.8 百萬台，衰退 9.0%。 

筆記型電腦 

(Notebook 

PC；NB) 

174.3 167.2 167.1 -4.1% 

 2014 年經過 Win XP 退場帶

來的換機潮及品牌廠的低價

策略，全年出貨量為 174.3

百萬台，衰退幅度大幅縮減

至-2.3%。 

 2015年隨著Ｗin XP退場所帶

來的商用換機潮大幅減退，

而微軟發表下一代 Windows

作業系統 Win 10，刺激汰舊

換新的效應低，預估全年出

貨 167.2 百萬台，衰退 4.1%。 

資料來源：IDC；工研院 IEK(2015/05) 
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第一章 終端產品市場發展 

第一節 桌上型電腦產業 

一、全球市場發展現況與趨勢 

隨著 Win XP 退場帶動的換機潮，以及企業基本的設備汰舊換新，加上

平板電腦取代 PC 的浪潮在 2013 年和 2014 上半年達到高峰後已逐漸趨緩，

整體 PC 出貨量亦逐步回穩。2014 年全球桌上型電腦(Desktop PC；PC)出貨

量為 133.9 百萬台，與 2013 年相較衰退 2.1%，但衰退幅度已有減緩的趨

勢。 

就出貨區域來看，桌上型電腦主要成長動能來自新興市場如中國大

陸、巴西等地，但隨著新興市場人均所得提高，以及筆記型電腦(Notebook)

與桌上型電腦兩者價差縮小，愈來愈多消費者轉而採購筆記型電腦；不過

在成熟市場如美國、歐洲，因經濟逐漸好轉，加上平板電腦的威脅度降低，

消費者支出也逐漸開始回流至 PC 市場。 

展望 2015 年，受到國際匯率變化衝擊 PC 售價，導致 PC 出貨下滑，

以及缺乏新產品來刺激 PC 銷量，全球桌上型電腦出貨量僅 121.8 百萬台，

較 2014 年衰退 9.0%。 
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第二章 智慧行動應用與終端發展

趨勢分析 

第一節 智慧型手機產品發展趨勢 

一、產品型態發展趨勢 

回顧過去一年全球智慧型手機產業的發展，各品牌業者的全球市占排

名變化來看，Apple 憑藉 iPhone 6 的熱賣，全球市占大幅提升。另一方面以

華為、Lenovo 為首的中國大陸智慧型手機業者，也在全球市占前 10 強中，

占有 5 席，也對 Samsung 的市占造成一定程度的影響。尤其，而 iPhone 的

熱賣也對非蘋陣營造成某種程度的擠壓，尤其對高階機種銷售的影響，整

體 Android 手機的成長率今年也略低於 iPhone。在這樣的氛圍之下，近期起

中高階旗艦機種的發表頻率減緩的許多，原本大家預估將在 2015 年初推新

旗艦機的 Sony、LG 以及 Microsoft 最終都沒有推出旗艦新機，也看出為求

產品突破，旗艦機種之產品周期有拉長的傾向。 

 

表 3-2-1 2014 年全球智慧型手機品牌市占排名變化 

排名 2014Q1 % 2014Q2 % 2014Q3 % 2014Q4 % 

1 Samsung 32.3% Samsung 28.5% Samsung 26.0% Apple 22.1% 

2 Apple 16.2% Apple 13.2% Apple 13.6% Samsung 21.6% 

3 Huawei  5.1% Huawei  6.6% LGE  5.8% Huawei  6.2% 

4 Lenovo  4.8% LGE  5.2% Huawei  5.7% Xiaomi  5.5% 

5 LGE  4.2% Lenovo  5.1% Xiaomi  5.6% LGE  4.8% 

6 Xiaomi  3.6% Xiaomi  4.7% Lenovo  5.4% Lenovo  4.6% 

7 Yulong  3.6% Yulong  3.8% ZTE  3.7% TCL  3.9% 

8 Sony  3.5% ZTE  3.8% Nokia  3.4% ZTE  3.5% 

9 ZTE  3.3% Sony  3.5% TCL  3.2% Microsoft  3.3% 

10 Nokia  2.8% Nokia  3.1% Yulong  3.1% Sony  3.1% 

資料來源：Gartner；工研院 IEK(2015/05) 
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第一章 全球 IC設計新興產品技術

趨勢 

第一節 IC 設計產業新興產品 /技術及趨勢 

藍圖 

一、定義及範疇 

(一)定義 

所謂 IC 設計，指的是將一片晶片的功能從設計到實現的整個過程。步

驟包含：一、將晶片所要達成的功能定義規格；二、將功能轉變為晶片所

要接受的輸入以及輸出信號做歸納整理；三、以電路模擬軟體來設計出晶

片的電路邏輯，將晶片所要達成的功能「程式」轉變成硬體的邏輯閘；四、

把設計好的電路邏輯進行整體測試，以確定整個運作不會出現問題；五、

邏輯測試完成之後，再把這一些電路邏輯轉變成實體的半導體，由於晶圓

上面的面積有限，必須根據「設計規則」(Design Rule)把半導體電路擠入有

限的晶圓空間上。 

全球半導體設計技術自 1970 至今演進數十年，成為電子系統產品中不

可或缺的關鍵元件。近來在電子產品輕薄短小及節能省電趨勢下，IC 晶片

設計勢必滿足體積小、功耗低與高運算效能等特點，以達到高效率、多功

能及低功耗等多重面向的需求。現今之 IC 設計產品技術已擴大為包含多核

心(Multi-core)處理器、晶片整合及電子系統層級 ESL(Electronic System Level)

設計等。 
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第二章 全球 IC製造新興產品技術

趨勢 

第一節 IC 製造產業新興產品 /技術及趨勢 

藍圖 

隨著智慧手持裝置、穿戴式及物聯網等應用市場發展，IC 製造產業的

技術也朝向高效能、低耗電及高整合度等方向發展。其中 2014 年 IC 製造

新興產品技術趨勢，具代表性者為半導體領導廠商 Intel，其分別推出採用

22 奈米生產第四代 Intel Core- Haswell，此處理器應用於筆電；針對平板處

理器為 22 奈米製程之 Merrified 及 Moorefield；手機處理器為 28 奈米製程技

術之 SoFIA 3G 單晶片；並於 2014 年底發布採用 14 奈米製程技術生產的最

新 Core M 系列處理器，提升效能並應用於無風扇 2-in-1 之平台等。2014

年主要量產技術為 22 奈米製程產品，並率先推出 14 奈米製程技術產品規

劃，Intel 無疑地在製程技術發展上是全球第一的領導廠商。 
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資料來源：Intel；IC Insights；工研院 IEK(2015/05) 

圖 4-2-1 Intel 的 SRAM 製程技術藍圖 
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第三章 全球 IC封測新興產品技術

趨勢 

第一節 IC 封測產業新興產品 /技術及趨勢 

藍圖 

隨著系統終端產品往大容量、高頻寬、高速、低功耗、小型化、高度

整合等追求，尤其是智慧型手機和平板電腦，多功能整合晶片技術應運而

生，因此近幾年介於前段(Front-End)和後段(Back End)製程中又有一群新興技

術成型，包含晶圓凸塊技術(wafer bumping)、WLP(如 Fan out WLP、WLCSP、

3D WLP、WL optics 等)以及 3D IC 等，我們稱這些技術型態為中段(Mid-End)

製程。而介於後段封測和 PCB 技術中也興起了新技術，如內埋元件載板

(Embedded Substrate)技術和矽/玻璃中介層(Si/Glass interposer)。 

在市場高效能、高頻寬和大容量的訴求下，2.5D IC 和 3D IC 將會主攻

高單價的高階應用等產品，例如伺服器、雲端資料中心、網通，也因此前

段半導體大廠台積電也積極切入，而消費性產品如高階智慧型手機等的應

用因 TSV 的成本仍高，預計在 2018 年後才有機會看到。台積電跨足 IC 封

測領域，主要是因其製程微縮愈來愈小，導致在封裝上的良率不佳及成本

過高，因此台積電決定跨入高階封裝領域，至於其是否會與封測廠形成競

爭的關係仍是未定，要看量產後客戶及產品而定。為迎合 IC 走向輕薄短小

的趨勢，台積電已從原本專注在晶圓代工，蛻變成從設備、IC 設計、IC 製

造到 IC 封測甚至將來可能連載板都有機會跨足的垂直整合公司。 

在先進封裝技術上，台積電依照封裝技術需求提出了三類解決方案：

(1).UFI (UBM-Free integration)；(2). InFO；(3). CoWoS，其中 UFI 即 WLCSP，

亦即 Fan-in WLP。而 InFO 則是 Fan-out WLP。CoWoS 則是 Chip on Wafer on 

Substrate。(見圖 4-3-1)。 
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第一章 全球半導體產業總論 

第一節 產業發展現況 

一、全球半導體市場規模(產品別) 

表 5-1-1 全球半導體市場規模(產品別) 

單位：百萬美元 

 2013 年 2014 年 2015 年(e) 2016 年(f) 2017 年(f) 

Sensor 8,036 8,503 9,150 9,630 10,030 

Discrete 18,201 20,170 21,090 21,860 22,350 

Opto 27,571 29,868 31,400 32,700 33,800 

Total IC 251,776 277,302 290,450 302,900 309,950 

Analog 40,117 44,365 46,950 49,350 51,350 

Memory 67,043 79,232 83,000 87,300 89,100 

Micro 58,688 62,072 65,000 67,550 68,600 

Logic 85,928 91,633 95,500 98,700 100,900 

Total Semi 305,584 335,843 352,090 367,090 376,130 

資料來源：WSTS；工研院 IEK(2015/05) 

 

說明： 

 半導體產品主要包含積體電路 (IC)、分離式元件 (Discrete)、感測元件

(Sensor)及光電元件(Optoelectronics)等四大類。 

 2014 年全球半導體市場為 3,358 億美元，較 2013 年的 3,056 億美元成長

9.9%。其中以 IC 產品的市場規模最大，達 2,773 億美元，佔全球半導體

市場 82.6%，較 2013 年的 82.4%微幅提升。Discrete 佔 6.0%、Sensor 佔

2.5%及 Opto 佔 8.9%。 
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第二章 全球 IC 設計產業 

第一節 產業發展現況 

一、產業產值 
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資料來源：工研院 IEK(2015/05) 

圖 5-2-1 2013~2017 年全球 IC 設計業產值 

 

說明： 

 2014 年在全球經濟景氣回升下，終端電子產品需求持續增加，使得全球

半導體市場需求成長。2014 年全球 IC 設計業產值為 782 億美元，較 2013

年產值成長 11.3%。預估 2015 年全球 IC 設計業產值達 828 億美元，成

長 5.9%。 
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第三章 全球 IC 製造產業 

第一節 產業發展現況 

一、全球 IC 製造業產品產值 
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資料來源：WSTS；Gartner；工研院 IEK(2015/05) 

圖 5-3-1 全球 IC 製造業產品產值 

 

說明： 

• 全球 IC 製造產品產值，主要是指由全球整合元件製造商(IDM)透過晶圓廠

生產之產品產值。與之對應的即是 IC 設計產品產值，是指由全球 IC 設

計業者透過晶圓代工廠生產之產品產值。 

• 2014 年全球 IC 製造產品產值達 1,991 億美元，較 2013 年的 1,815 億美元

成長 9.7%。全球 IC 製造產品產值佔整體 IC 產值的 71.8%。 
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第四章 全球 IC 封測產業 

第一節 產業發展現況 

一、產業產值 
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資料來源：Gartner；工研院 IEK(2015/05) 

圖 5-4-1 2013~2017 年全球 IC 封測業產值 

 

說明： 

• 2014 年全球 IC 封測產業產值為 27,232 百萬美元，較 2013 年成長 8.6%。

其中 IC 封裝產值為 21,016 百萬美元，IC 測試產值為 6,216 百萬美元，封

裝與測試的產值比重約為 3.4:1。 

• 展望 2015 年，在全球半導體代工成長趨緩下，加上 2014 年的基期過高，

及全球智慧型手機成長趨緩。預估 2015 年全球 IC 封測業產值達 28,822

百萬美元，較 2014 年成長 5.8%。 
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第五章 全球半導體設備產業 

第一節 全球半導體設備產業現況 

一、五年市場統計 
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資料來源：VLSI Research(2015/01)；工研院 IEK(2015/05) 

圖 5-5-1 2013~2017 年全球半導體設備市場規模 

 

說明： 

• 2014 年全球半導體製造設備銷售金額為 402.3 億美元，比 2013 年成長

17.4%。預測 2015 年全球半導體製造設備銷售金額將成長 7.5%，達到

432.7 億美元，漲幅將趨緩已經不如 2014 年度，預計在 2016 年則會出現

衰退(圖 5-5-1)。 

• 以用途區分，2014 年晶圓製程設備銷售金額為 327 億美元，測試與相關

設備、封裝設備銷售金額分別為 37 及 38 億美元。預期 2015 年晶圓製程
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第六章 全球半導體材料產業 

第一節 全球半導體材料產業現況 

一、五年市場統計 
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資料來源：工研院 IEK(2015/05) 

圖 5-6-1 2013~2017 年全球半導體材料市場規模 

 

說明： 

 2014 年全球經濟處在復甦軌道上，在美國與歐元區的經濟以專區穩定發

展，使消費性電子產品與智慧型手機、平板電腦等智慧手持裝置持續成

長，雖然在 PC 相關產品年出貨量持續下滑，但車載系統的智慧化大幅帶

動車用半導體的應用市場成長。據 IEK 統計，2014 年全球半導體材料產

值達到 241.7 億美元，較 2013 年成長 4%。 

 展望 2015 年，終端應用除了各種智慧手持裝置與面板尺寸朝大面積化、

高解析度趨勢下，在儲存裝置、物聯網、雲端基礎、車載電子、等也都
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第Ⅵ篇 台灣IC產業個論 
 

第一章 台灣IC產業總論 

第二章 台灣IC設計產業 

第三章 台灣IC製造產業 

第四章 台灣IC封測產業 
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第一章 台灣 IC 產業總論 

第一節 產業概述 

一、IC 產業定義 

表 6-1-1 IC 產業定義 

產 業 定  義 分類依據 範  圍 

IC 設計 
專門從事積體電路設計研發

而不跨足 IC 製造 
設計晶片 

從事設計而將生產的部分交由晶

圓代工服務 

IC 製造 
專門建立晶圓廠生產線提供

晶片製造服務的公司 

晶圓代工 以代工方式製造 IC 

記憶體製造 DRAM、Flash、SRAM、ROM…等 

IC 封裝 

將晶片上的功能訊號透過一

個載具將其引接到外部，且提

供晶片免於受破壞的保護 

導線架封裝 
DIP、SOP、QFP…等使用導線架的

封裝體 

基板封裝 BGA…等使用基板的封裝體 

軟板封裝 COF、TCP…等使用軟板的封裝體 

IC 測試 

晶圓製造完成之後，利用測試

機台，分別在封裝前後兩階

段，測試是否為良品 

晶圓測試 
晶圓切割與封裝前先以探針(Probe)

測試晶粒 

成品測試 

IC 封裝後確認 IC 之功能、速度、

容忍度、電力消耗、熱力發散…等

屬性皆屬成品測試 

資料來源：工研院 IEK(2015/05) 

 

說明： 

 台灣自從台積電從事晶圓代工起，便逐步發展成目前上下游垂直分工之

產業結構。上游至下游依序為 IC 設計、IC 製造、IC 封裝、IC 測試。其

中 IC 製造主要以晶圓代工與 DRAM 製造為主。垂直分工與產業群聚使得

台灣 IC 產業擁有彈性、速度、低成本之競爭優勢。 

 2014 年台灣 IC 設計產值市佔率全球排名第二名，僅次於美國。 
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第二章 台灣 IC 設計產業 

第一節 產業發展現況 

一、產業產值 
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資料來源：工研院 IEK(2015/05) 

圖 6-2-1 2013~2017 年台灣 IC 設計業產值 

 

說明： 

 台灣 IC 設計業在智慧型手機、平板電腦等晶片佈局，不僅中低價智慧手

持裝置晶片出貨大幅提升，也已成功打入許多國際品牌大廠供應鏈，並

開始搶食由國際晶片大廠掌控的高階市場。台灣 IC 設計業最先進技術已

進入 20nm 以下，且供應鏈已逐漸擴展至國際品牌大廠。2014 全年台灣

IC 設計業者受惠於中國大陸中低階智慧手持裝置市場崛起，營收大幅成

長 19.8%，產值達新台幣 5,763 億元。 
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第三章 台灣 IC 製造產業 

第一節 產業發展現況 

一、產業產值 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

2013 2014 2015(e) 2016(f) 2017(f)

單
位
：
新
台
幣
億
元

產值 成長率

 

資料來源：工研院 IEK(2015/05) 

圖 6-3-1 2013~2017 年台灣 IC 製造業產值 

 

說明： 

 2014 年台灣整體 IC 製造業的產值為新台幣 11,731 億元，較 2013 年成長

17.7%。2014 全年受惠於行動通訊裝置的新產品推出及物聯網裝置對於

特殊製程的需求，台灣 IC 製造業產值創下歷史新高，突破新台幣 1 兆元，

其中晶圓代工為新台幣 9,140 億元，較 2013 年成長 20.4%，記憶體製造

為新台幣 2,591 億元，較 2013 年成長 9.2%。 

 記憶體製造方面，主要包含 DRAM、Flash、Mask ROM 及其他利基型記憶

體等，DRAM 廠商經過一系列的減產以及國際大廠的併購，目前主要
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第四章 台灣 IC 封測產業 

第一節 產業發展現況 

一、產業產值 
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資料來源：工研院 IEK(2015/05) 

圖 6-4-1 2013~2017 年台灣 IC 封測業產值 

 

說明： 

 2014 年台灣 IC 封測產業產值為新台幣 4,539 億元，較 2013 年成長 9.8%，

遜於台灣總體 IC 產業 16.7%的表現。主要原因是受到高階手機市場需求

趨緩。 

 2014 年台灣封測產值新台幣 4,539 億元(含海內外營收)，其中 IC 封裝產

值為新台幣 3,160 億元，IC 測試產值為新台幣 1,379 億元，封裝與測試的

產值比重約為 2.3:1。 
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第Ⅶ篇 未來展望 
 

第一章 全球半導體產業展望 

第二章 台灣IC產業展望 
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第一章 全球半導體產業展望 

第一節 全球半導體產業發展趨勢 

半導體產品主要包含積體電路(IC)、分離式元件(Discrete)、感測元件

(Sensor)及光電元件(Optoelectronics)等四大類。2014 年全球半導體市場為

3,358 億美元，較 2013 年的 3,056 億美元成長 9.9%。半導體市場分為 IC

產品及分離式元件產品，其中 IC 產品的市場規模最大，達 2,773 億美元，

佔全球半導體市場 82.6%。IC 產品包括類比元件、記憶體、微處理器及邏

輯元件等，市場規模最大的為邏輯(Logic)產品，佔 IC 產品比重 33.0%，其

次為記憶體產品，佔 IC 產品比重 28.6%，且記憶體受惠於 DRAM 需求成長，

2014 年成長率達 18.2%。 

半導體市場主要可分為六大應用，分別為國防、工業用、車用、消費

性、通訊、及資訊應用。2014 年以通訊應用市場規模最大，達 1,155 億美

元，年成長 16.1%，佔整體比重 34.4%，而資訊應用市場規模為 1,026 億美

元，下滑 1.1%，佔整體比重 30.6%。2014 年通訊應用市場首度超越資訊應

用市場，顯示智慧手機是帶動半導體市場成長的關鍵產品之一。 

半導體主要可分為四大區域市場，分別為美洲、歐洲、日本及亞太市

場。 2014 年全球半導體區域市場以亞太最大，達 1,744 億美元，年成長

11.4%，佔整體市場比重 57.8%，顯示亞太市場已成為半導體產業發展的核

心區域。 

從供給的角度，半導體產品產值主要可分為四大區域，分別為美洲、

歐洲、日本及亞太。2014 年全球半導體產品產值以美洲最大，達 1,824 億

美元，年成長 10.3%，佔整體比重 54.3%。亞太地區成為半導體產品產值

成長率最高區域且躍升為區域區分第二，產值為 843 億美元，成長幅度高

達 22.5%，比重為 25.1%。 
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第二章 台灣 IC 產業展望 

第一節 台灣 IC 產業發展趨勢 

整體而言，2014 年台灣 IC 產業產值達新台幣 22,033 億元，較 2013

年成長 16.7%。其中 IC 設計業產值為新台幣 5,763 億元，較 2013 年成長

19.8%；IC 製造業為新台幣 11,731 億元，較 2013 年成長 17.7%，其中晶圓

代工為新台幣 9,140億元，較 2013年成長 20.4%，記憶體製造為新台幣 2,591

億元，較 2013 年成長 9.2%；IC 封裝業為新台幣 3,160 億元，較 2013 年成

長 11.1%；IC 測試業為新台幣 1,379 億元，較 2013 年成長 8.9%。 

台灣 IC 產業以特有的上下游垂直分工方式獨步全球，整個產業價值鏈

分工極細且結構完整，包括上游的化學材料與矽晶圓，中游的 IC 設計業、

IC 製造業、IC 封測業，以及下游的終端 PC/NB、手機及消費性電子為主的

系統廠商等，還有設備儀器及材料等週邊產業及行政服務支援。截至目前

為止台灣 IC 設計業者有 245 家、16 晶圓製造公司、37 家封測公司、3 家

光罩公司、7 家基板廠商、4 家導線架生產廠商，以及 11 家晶圓材料廠商。

台灣 IC 產業 Ecosystem 服務體系完整，整個上中下游同步發展，不僅 IC 設

計業是全球第二，晶圓代工及 IC 封測業更是全球第一。垂直專業分工、彼

此強化且相互支援，產業群聚效果顯著及週邊支援產業完善。台灣 IC 產業

擁有全球最完整的 Ecosystem 體系，上下游已形成長期穩定事業共同體，是

全球各國競相學習的產業發展典範。 

2014 年台灣半導體相關產品之進口值達新台幣 10,248 億元，較 2013

年的新台幣 9,289 億元成長 10.3%。主要進口國如中國大陸/香港、日本、

韓國、新加坡及美國。2014年台灣半導體相關產品之出口值達新台幣 19,975

億元，較 2013 年的新台幣 17,182 億元成長 16.3%。主要出口國如中國大

陸/香港、新加坡、韓國、日本及馬來西亞。近年來台灣半導體相關產品之

進出口都呈現順差之情勢，2014 年順差達新台幣 9,727 億元，成長 23.2%。 
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